
 

 

大象科技推出 DS-SAP™解决方案 双种子层技术提升封装基板布线密度 

大象科技股份有限公司（大象科技）开发先进半导体封装基板制造的全新工艺——双种子层半加成法（Dual-Seed 

Semi Additive Process™）。通过分别形成表面线路与盲孔内部种子层，DS-SAP™兼顾超精细布线与高深宽比盲孔

的可靠覆盖，推动高密度、高集成度、高性能 AI 设备的发展。 

 

 

随着 AI 的高速发展，半导体封装基板的扇出规格快速提升 

 

随着 AI 应用规模持续扩大，GPU 和 CPU 不断升级。在芯片算力提升的同时，封装技术也日益成为设备整体性能提

升的驱动力，其中高密度、精细化布线成为封装基板的主要发展趋势。DS-SAP™工艺对业界广泛采用的半加成法进

行优化创新，突破现有工艺局限，实现更精细的线路形成能力。 

 

双种子层半加成法™ 



 

 

传统 SAP 工艺包括以下步骤：层压、盲孔形成、化学镀铜形成种子层、图形电镀以及种子层蚀刻去除。在最后进行

种子层去除时，难以避免地会同时对电镀形成的导体造成部分侵蚀。因此，种子层越厚，所需的蚀刻时间越长，对

导体的连带蚀刻损失也越大，影响线路所能达到的精度。因此，降低表面种子层厚度，是实现精细线路的必要手

段。 

然而 SAP 工艺需同步在基板表面和盲通孔内部形成种子层，在这一过程中，为了实现精度需要尽量控制种子层厚

度；但过薄的种子层又难以在盲孔内部形成完整的连续覆盖，影响后续电镀生长。所以单一的 SAP 工艺始终难以平

衡“易沉积、极薄的表面种子层”与“难沉积、需要完整性的盲孔种子层”两项需求。 

DS-SAP™创新性地通过上述两个区域单独形成种子层，成功解决了这一长期存在的矛盾。具体流程是，先通过化学

镀铜或 PVD（物理气相沉积）在基板表面形成超薄种子层；随后运用喷墨打印技术将铜纳米油墨精准涂布至盲孔区

域，增强孔内原本断续的种子层，形成连续、完整的导电层覆盖。 

该方案的核心在于大象科技自主开发的铜纳米油墨和高精度喷墨技术。前者具有自润湿特性，可在盲孔内部自发扩



 

散吸附，形成均匀覆盖层，后者能针对需要补充种子层的局部区域进行选择性沉积。 

 

DS-SAP™的应用实例 

DS-SAP™可与化学镀铜或 PVD 种子层工艺配合使用。以下截面 SEM 图展示了其 PVD 应用。可以观察到虽然基板

表面形成了较厚的种子层，但盲孔内部的种子层存在明显断续现象，导致覆盖不足。 

随后，对样品分别采用仅电镀（左图）和 DS-SAP™＋电镀（右图）两种处理，得到如下结果：DS-SAP™＋电镀

后，导体沿通孔内壁连续生长，形成完整、无中断的金属化结构。 

 

优势 



 

将 DS-SAP™应用于半导体封装基板制造可带来以下优势： 

• 实现更精细的线宽/线距（L/S）设计 

• 利用高深宽比盲孔提升互连密度 

• 提高扇出效率，减少所需增层数量 

 

目前，大象科技已与多家 AI 芯片厂商及先进封装企业启动 DS-SAP™技术评估。通过引入大象科技独家的喷墨打印

设备及铜纳米油墨，即可应用 DS-SAP™工艺，实现 AI 时代半导体封装技术的进一步提升。 
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